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事件：中芯国际 9 月 3 日发布公告，拟与上海自贸试验区临港新片区管委会在

上海建设产能为 10 万片╱月的 12 英寸晶圆代工生产线（28nm 及以上）。 

核心观点 

⚫ 业内厂商预计芯片缺货延续至至少 2022 年。半导体行业景气度依旧火热，

缺芯问题仍在延续。近两个月内，业内多家厂商表明了对缺芯问题持续性的

观点，大家一致预期为芯片短缺问题至少在今年不会解决，鸿海、中芯国际、

瑞萨等多家厂商预计芯片短缺问题将至少在 2022 年中开始缓解，英特尔、

意法半导体则认为芯片短缺问题将持续至 2023 年。 

⚫ 制造环节 2021Q3 营收及盈利能力指引强劲。根据台积电、联电、中芯国际

等五家代工厂商发布的 3 季度业绩指引，预计 3 季度主要晶圆代工厂收入

平均环比提升 10%，毛利率平均环比提升 2.5 个百分点（其中华虹整体毛

利率受 12 英寸产线影响可能改善有限、台积电受 N5 制程成本改善影响，

不考虑此二者则 3 季度毛利率环比提升幅度更大）。 

⚫ 晶圆厂积极扩产，设备交期持续延长。晶圆厂积极扩产，半导体设备需求旺

盛，北美、日本半导体设备 7 月销售额分别同比增长 50%、28%。半导体

设备交期不断延长，根据韩媒 Thelec 报道，往年平均为 3 至 6 个月的半导

体设备交期在今年第一季度增加到 10 个月左右，7 月份又平均增加到 14 个

月，部分设备企业交期甚至长达两年以上，原本交期较短的前制程设备的交

期也延长至 1 年以上。 

⚫ 国内产线建设极大拉动国产设备需求。半导体设备市场主要由美国、日本厂

商主导，我国半导体设备国产化率仅在 10-20%左右，贸易摩擦背景下，半

导体设备国产化诉求增强，中芯国际等国内晶圆厂在新增产能建设过程中

积极导入国产设备，极大拉动国内半导体设备需求，相关设备厂商迎来快速

增长机遇。 

投资建议与投资标的 

⚫ 半导体设备需求旺盛，国产产线持续加码，我们看好国内半导体设备行业。

建议关注硅刻蚀、金属刻蚀、薄膜沉积领先企业北方华创、介质刻蚀领先企

业中微公司、离子注入领先企业万业企业、测试设备企业华峰测控、长川科

技、涂胶显影设备企业芯源微。 

风险提示 

⚫ 制造环节扩产不及预期、上游零部件对海外厂商依赖度高、技术升级不及预

期、国产化不及预期 
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半导体设备需求持续旺盛。北美、日本作为主要的半导体设备提供地，年初以来销售额加速提升，

半导体设备 7 月销售额分别同比增长 50%、28%。SEMI 预测全球半导体制造设备市场 2021 年全

年将增长 34%达到 953 亿美元，2022 年有望再创新高，突破 1,000 亿美元大关。 

 

图 1：北美半导体设备月出货情况 

 

数据来源：wind、东方证券研究所 

 

图 2：日本半导体设备月出货情况 

 

数据来源：wind、东方证券研究所 

 

半导体设备环节交期不断延长。根据日经报道，日本金属加工中介商 Caddi 以 32 家参与 Caddi 研

讨会的芯片制造设备商为对象进行问券调查得知，约 6成在最近 1年间面临过零件供应不足问题。
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北美半导体设备出货额-百万美元 当月同比

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2
0
1
2
-0
1

2
0
1
2
-0
7

2
0
1
3
-0
1

2
0
1
3
-0
7

2
0
1
4
-0
1

2
0
1
4
-0
7

2
0
1
5
-0
1

2
0
1
5
-0
7

2
0
1
6
-0
1

2
0
1
6
-0
7

2
0
1
7
-0
1

2
0
1
7
-0
7

2
0
1
8
-0
1

2
0
1
8
-0
7

2
0
1
9
-0
1

2
0
1
9
-0
7

2
0
2
0
-0
1

2
0
2
0
-0
7

2
0
2
1
-0
1

2
0
2
1
-0
7

日本半导体制造设备出货额-百万日元 当月同比
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部分受此影响，半导体设备交期不断延长，根据韩媒 Thelec 报道，往年平均为 3 至 6 个月的半导

体设备交期在今年第一季度增加到 10 个月左右，7 月份又平均增加到 14 个月，部分设备企业交

期甚至长达两年以上，原本交期较短的前制程设备的交期也延长至 1 年以上。 

 

图 3：半导体设备平均交期持续延长 

 

 图 4：部分半导体设备厂商交期情况 

晶圆尺寸 公司 设备类型 交期 

12 英寸设备 

ASML 

ArF 光刻机 24 个月 

i-line 光刻机 18 个月 

EUV 光刻机 18 个月 

DISCO 后制程设备 12-15 个月 

TEL 涂布/显影/刻蚀等 12 个月 

Edwards 真空设备等 10 个月 

8 英寸设备 

KLA overlay 检测设备等 14 个月 

Ebara CMP 设备等 14 个月 

AMAT 沉积/刻蚀/清洗等 13 个月 
 

数据来源：CINNO、Thelec、东方证券研究所  数据来源：CINNO、东方证券研究所 

 

国内产线建设极大拉动国产设备需求。半导体设备市场主要由美国、日本厂商主导，我国半导体设

备国产化率仅在 10-20%左右，贸易摩擦背景下，半导体设备国产化诉求增强，中芯国际、华虹、

士兰微等国内晶圆厂在新增产能建设过程中积极导入国产设备，极大拉动国内半导体设备需求，相

关设备厂商迎来快速增长机遇。 

图 5：国内晶圆制造环节扩产规划整理 

公司 地点 投资额 
晶圆尺寸 

（英寸） 
新增月产能 预计释放时间 

中芯国际 

天津 - 8 扩产 4.5 万片 21-22 年 

北京 - 12 1 万片 21-22 年 

深圳 23.5 亿美元 12 4 万片 22-23 年 

北京（合资） 76 亿美元 12 10 万片 24-25 年 

上海（合资） 88.7 亿美元 12 10 万片 - 

绍兴中芯 绍兴 - 12 扩产至 9 万片 21-22 年 

宁波中芯 宁波 - 8 3 万片 22-23 年 

华虹集团 无锡 100 亿美元 12 8 万片 21-22 年 

士兰微 
厦门 50 亿元 12 扩产至 3 万片 21-22 年 

杭州 21 亿元 8 扩产至 8 万片 21-22 年 

华润微 重庆 - 12 3 万片 22-23 年 

闻泰科技 上海 120 亿元 12 3-4 万片 22-23 年 

海辰半导体 
无锡 

14 亿美元 
8 5 万片 21 年 

无锡 8 6.5 万片 22 年 

粤芯半导体 广州 65 亿元 12 2 万片 21-22 年 

晶合集成 
合肥 - 12 4 万片 22-23 年 

合肥 - 12 16 万片 - 
 

数据来源：Chipinsights、东方证券研究所 
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投资建议 

半导体设备需求旺盛，国产产线持续加码，我们看好国内半导体设备行业。建议关注硅刻蚀、金属

刻蚀、薄膜沉积领先企业北方华创(002371，未评级)、介质刻蚀领先企业中微公司(688012，未评

级)、离子注入领先企业万业企业(600641，增持)、测试设备企业华峰测控(688200，未评级)、长

川科技(300604，未评级)、涂胶显影设备企业芯源微(688037，未评级)。 

 

图 6：国内半导体设备布局情况（市场规模单位：亿美元） 

 

注 1*：表中封测设备预测市场规模对应 2022 年市场规模，非 2025 年； 

注 2：国内企业标黄代表在所在领域内处于国内领先地位 

注 3：上海微电子、拓荆科技、中电科 45 所、深圳矽电为非上市公司或机构，盛美股份、屹唐股份处于 IPO 流程中 

数据来源：相关公司官网、Gartner、Semi、台湾工研院、前瞻产业研究院、东方证券研究所 

 

风险提示 

制造环节扩产不及预期：下游扩产规划及进度与设备采购量直接相关，若扩产不及预期，将对设备

需求产生负面影响。 

上游零部件对海外厂商依赖度高：目前半导体设备所用零部件依赖进口，主要来自美、日等国，若

不能正常采购零部件，将对相关企业正常生产经营造成影响。 

技术升级不及预期：国内半导体设备技术落后海外领先厂商，需要持续升级以缩小差距，若技术升

级不及预期，将对下游采购意愿产生负面影响。 

国产化不及预期：国内设备水平与海外存在一定差距，贸易摩擦、国产化是晶圆制造环节采购国产

设备的重要推动因素，若国产化进度不及预期，将对国内设备企业业绩造成负面影响。 
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分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证

券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研
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中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动； 

减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。 

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该

股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。 

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公

司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不

确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股

票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预

测及目标价格等信息不再有效。 

行业投资评级的量化标准： 

看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上； 

中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动； 

看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。 

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的

研究状况，未给予投资评级等相关信息。 

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究

依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信
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